Plaques en mousse a faible contrainte/a faible rebond/Hanenaito® Plaques en polyimide d'isolation thermique, rondelles en polyimide d'isolation
thermique

Sans adhésif| Adhésif [ Matériau [ Dureté | Couleur a’ll’laques o P0|Y";1i99 q;solation thermique Type [ Matériau Couleur | [3] Dureté érature admissble_ 0 produ st lomanté o verty do
SUNSET | SUNSETA | Mousse de caoutchouc & faible gastcté Hanenaio?) |  Asker C25 Noi CIEEDCEEEHMIED Sans adhésif . _ Corps principal : 400°C étrangers (Foreign Exchange and Forei-
ous e caothou  fale Ss s Harena’) SKer or Mousse de polyimide aromati- . . C T gnTradeAct). Un permis d'exportation
SPTA - Mousse & faible rebond Asker C27 Blanc Adhésif que Beige clair Asker C62 | Coms principal: 400°C déliv par le ministre de I'économie,
Vert (T 3mm) Matériau adhésit : 200°C du commerce ellge I mrt‘iu‘sma est
SNPG - Mousse & faible tension (mousse de silicone) Asker C15 | giane T6mm) @Epaisseur de 'adhésif : 014 ~ 0.2mm. pom—— s e @ Tompérature dtiaton continge - 300°C. nécessaire pour I'exportation.
(®Hanenaito® est une marque déposée de Naigai Rubber Industry Co., Ltd. (®)Les valeurs de dureté sont des valeurs de référence.

(sans adhésif) (Avec adhésif) Renforcement papier

lNormes de précision

Renforcement papier o
Tolérance de la dimension T Tolérance des dimensions A, B \ o

T [Tolérance A, B [Tolérance \/ > Joint
e
. @ 3,5 |05  190max. | +15
Joint 6~20 | «10  200-300 | 20 [RokS 10} A | LT s
400 min. | +3.0 Référence piece Incrément de 1mm
A ‘ ‘ T ‘ ‘ T — Type A B

T T Sans adhésif Adnésif

2 10~500 10~500

Référence piece A'"cre'“e“t deklg A Sélection T @gg:mg -[a]- RéTarence T
_ SUNSET - 500 - 350 - 10 Onaing -[al- pidce A B
SUNSET 5 b - 200 - 100 Type [T 10~100 [ 101~200 [ 201~300 | 301~400 | 401~500
SUNSETA 20~500 20~350 8 10~100 N
10 Sans adhésit| | 101~200 . =
5 2| 201~300
301~400
10
SPTA 20~500 20~500 15 Peut étre découpé selon les 41%1 Nﬁ.?:
20 ex Example )42 besoins avec des ciseaux. 3 01" 500 - -
Adhésif = . -
SNPG 20~500 20~300 : s 2[201-300
301~400
(®AB 401~500
(®)Le prix unitaire du SUNSETA se calcule en multipliant le prix du SUNSET indiqué dans le tableau par le coefficient du matériau. - Jont et (Egasseur 014~ 02mm)
Rondelles en polyi- Standard Type configurable C i 4o o
Ex. ‘ Référence piéce | - - - ‘ rix unitaire) x (coefficient du matériau) = prix unitaire du type standard i : Matéri Dy | GOUT  (sansadhésif) - (Avec adhésif
(Ex) P A B LI )X )=p P "M“de calgrlfugle_ i Sans adhésil] Adhasif | Sans adhésil| Adnesit | L0 Materiau | BD0weé | o,
SUNSETA - 100 - 50 - 1 OSSO VERICE WSPOL | WSPOLA | WSPOLF | WSPOLFA | Mausse de polyimide Asker C62]Beige cli | |
Référence . A Prix ugitaire Référence . A Prix u;itaire /e (®Température d'utilisation continue : 300°C. Tollé)r#D,V . >E7 a >E7
ie ie ance
e 20~100 | 110~200 | 210~300 | 310~350 [IEE 20~100 | 110~200 | 210300 | 310~400 | 410~500 = 040 =10 5 5
20~100 - 20~100 - 41~60 | +1.5
110~200 3 - 110~200 3 - SI1001 2207 .05
3 | 210~300 5 | 210~300 B [RotiS 10}
310~400 310~400
410~500 2410-500 lStandard
Sans adhésif 20~100 - B 20~100 E _ Référence piéce Sélection Sélec- Prix unitaire Ordering MStandard
SUNSET s ; 1g~§gg = o ; :g~§3g - : Type D v tionT [ WSPOL |WSPOLA Example N
(x1.0) ~ ~ 6 |2 WSPOL15 - 6 -
Adhésif 2:1‘ g~ggg Z: g~ggg 1% 2 g : 5 6 M Type configurable
ési ~ ~ ™ m
SUNSETA 20~100 = SPTA 20~100 - 12 4 5 6 8 - El - -
8 210~300 15 | 210~300 2
310~400 310-400 WSPOLA[ 25 5 6 8 10 12 16 20
= - 30 5 6 8 10 12 16 20
() Coeffcient du 410~500 410~500 35 8 10 12 16 20 25
matriau 20~100 - _ 20~100 = _ 40 8 10 12 16 20 25 30
110~200 - 110~200 = _ 50 8 10 12 16 20 25 30
10 | 210~300 20 | 210~300 60 12 16 20 25 30 40
310~400 310~400 Ty z
e configurable
410~500 410~500 | yp g I
20-100 = Référence piéce D \' Prix unitaire
.Caractéristiques 110-200 = Type T [TokraceTncrément de fmm] Incrément de 1mm | D10~20]D21~40[D41~60 | D61~80 [ D81~100
> g . e . 3 WSPOLF ~ V=
MMousse de caoutchouc a faible élasticité (mousse Hanenaito®) (ver) |-210~300 - - WSPOLFA| 2 |%05| 10~100 f@fgs‘gﬁg%‘;ﬁa E,/_VOE)E,_
- Mousse de caoutchouc a faible élasticité (Hanenaito®). 310~400
. 410~500 ®
- Excellent amortissement des chocs. SNPG 50-100 = 1
- Léger avec densité spécifique a 0.3. 110~200 B . L o . o
. 6 210-300 _ _ + Caractéristiques mécaniques - Résistance chimique - Caractéristiques thermiques et électriques
EMousse a falbl? rebof‘d . (blanc) 310-400 Elé t Uni- | Valeurs isti Méthode de Produit chimique | HPRIS | POLS | Methode detest Elé t Unité Valeurs caractéristiques Méthode de test
- Mousse pont en élastomére de type styréne. 0200 °ment | s [ HPRIS | POLS test wiestre ] O | O | fonpire emen "¢ |"HPRIS | POLS ethode de tes
- Excellent amortissement des chocs. Résistance ala rectin | MPa_ | 0.05 1.3 | ASTM D 3574 (TestE) i 1% 8 8 anbiarte, Rapport d'expansion | Nombre defos | 330~270 10
3 fai : o Aristi Module d'élongation | MPa | 0.17 11.5 | ASTM D 3574 (TestE) Acétone . Densité apparente kg/m? 4~5 135 ASTM D 3574 (TestA)
MMousse a faible tension (mousse de silicone) [l Caractéristiques des mousses L — trempé
E i % 28 23 ASTM D 3574 (TestE Chour ¢ méty O @) T °C 400 401 Analyse DSC
- Mousse de silicone. Elément Unité ¢ Mousse 2 faible rebond [Mousse  faible tension Wodue de flexion MF:a = 186 ) NMP O O Ez:?::t % o nér;ompns\gon emian | °C 540 569 Analise TGA
- Le matériau résiste a I'écrasement, méme aprés absorption de chocs répétitifs. geHSILe- apparente | g/em’ — 03 — 0.097 — 026 - DMAG - Om‘ O 1 de fragilite | °C <150 | <-150
\ . - 4 : () : pas de changement d'apparence ni de gonflement Ty n .
- Utilisable dans une trés large plage de température : -40°C ~ 150°C. precal e e il MPrésentation . e oot e ¢ Conductivité thermique| W/m-K | 0.045 | 0.044 ASTM C 518
) ) L Résistance a la MPa 0.9 0.9 0.32 - Fabriqué en mousse de polyimide, un plastique d'ingénierie particulierement résistant a la chaleur. Combustibilité > - V-0 équiv.
(®Retirer le film protecteur de la surface avant utilisation. traction {kgf/cm?} 9 9 3.2} - Excellente résistance a la chaleur, au feu, a I'environnement et faible dégazement. Matériau offrant de Index d'oxygéne imité | % 50 29 ASTMD 2863
E . % 280 210 73 hautes performances pour I'isol thermique et ique a haute tempé €. ML 101 0.94
T o 25% % 52 51 02 « Plaques et rondelles en polyimide fabriquées avec une mousse calorifuge comprimée & 2mm. Dégaze- VoM % 0'04 0‘01 ASTM E 595
—— = = = lFonctions principales ment = -
IO F T | C 20~60 10~50 -40~150 - Grande resistance a la chaleur avec une température de transition vitreuse de 400°C. WVR 0.72 0.81
Résistance a |'abrasion O O A + Fagonnabilité flexible : facilité de coupe au cutter. Constante diélectrique (1MHz) - 1 1.25 .
Anti-vieillissement A A @ g%mﬁsg; ?2 ;ggg]légnfi-faime Facteur de dissipation (1MHz) - 0.0001 | 0.0025 bt
Rési al'eau . I (©) [©) - Possede les propriétés supéneurés du polyimide aromatique, telles que la rési aux radiations et aux i , I'isolation électrique et Ia rési chimique.
(®)Pour le type adhésif,la force d‘adhésion diminue en cas de température élevée (4 env. 80°C min.). Pétrole X X X R
@ Latempéatue dulsion oninue s températre el ure ulsaton g teme e provoue s e bisede qaltémportnte. R chimi- | Acide X ) ©) Wve o oession caractérsique u polyimide. Evier e utlserorsqu'lestcomprimé pour canserve es popriétés dsolation hermique.
E?\teu de cumpvesswunJ\$K6262 ) que Alcali X O O - Limite de température admissible de I'adhésif : 200°C. Lors de I'utilisation & une température de fonctionnement de 200°C min., utiliser provisoirement de I'adhésif. (Utiliser une méthode de fixation supplémentaire telle que le pingage).
(¥)Les valeurs du tableau a droite servent de référence et ne sont pas garanties. Sohantorganiaue X X X




